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Abstract (en)
[origin: US4471189A] The keyboard comprises a printed circuit (4) serving both as an electrical connection means and as a supporting means for
a modular frame (3) including a plurality of square-shaped housings (30) defined by walls (31) and arranged in rows and columns, either contact
modules (7) or signal-lamp modules fitted on said printed circuit in said housings, a resilient, sealed diaphragm (1) secured to said frame, keys
cooperating with said contact modules through the portions of said keys which face outwardly from said diaphragm and are actuated by an operator
finger, and means (105, FIG. 5; 9, FIG. 2) by which a tactile feel can be provided through a snapping, movement.

Abstract (fr)
Le clavier comprend un circuit imprimé (4) constituant un moyen de connexion électrique et de support pour une entretoise alvéolée modulaire
(3) comportant une pluralité d'avéoles (30) de forme carrée, définies par des cloisons (31) et disposées suivant des rangées et des colonnes,
des modules de contact (7) ou des modules de voyant montés sur le circuit imprimé dans les alvéoles de l'entretoise, une membrane étanche et
élastique (1) solidaire de l'entretoise, des touches coopérant avec les modules de contact au moyen de la portion des touches extérieure à ladite
membrane, sur laquelle agit le doigt, et des moyens (105 figure 5, 9 figure 2) de réaliser un effet tactile par basculement rapide.
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